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公司地址 上海市松江区仓轩路211弄10号602
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产品详情

将型号精简到单一 CPU
具有许多优点。自动化系统的选型与组态以及备件库存和工厂扩展大大得到简化。 

带有CPU 410E Process Automation的 AS 410E
自动化系统对于包含少量过程对象的应用来说，是一种节省成本的替代方案。该系统基于 CPU410-5H
硬件，针对不超过 200 个 PO 的应用提供了相同优点。 
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自产品推出至今，谷王AS60甘蔗收获机在我国甘蔗主产区举办多场演示推广会,获得用户认可。中联重科
推出甘蔗收获机是在农机行业进入大调整的对流层时代背景下发生的。当前，拖拉机、小麦收割机、水
稻收割机等多年高位运行的产品纷纷疲软，而经济作物的收获市场出现机会，市场增势良好，成为新的
蓝海市场。农机市场转型不仅体现在农机品类需求增长方面，还集中表现在需求升级方面，消费者不再
满足于产品的一般性使用功能，转向追求产品的使用品质、功能、外观等方面。 

设计 

与 S7-400 系列的所有 SIMATIC PCS 7 自动化系统相同，AS 410 也可以如下“AS 套件”的方式供货： 

在一次付清单中，每个系统附带的单独组件 

预先组装和测试的成套系统（与交付单独组件相比，无需额外费用） 

AS 套件随附有适用于 100 个过程对象 (PO) 的 SIMATIC PCS 7 Runtime 许可证。这样就可通过 100、1 000
或 10 000 PO 累计 AS Runtime 许可证来增加过程对象的数量。 

通过选择预先定义好的订货单位，可以定义 AS 套件的配置及其订货号。为此，在“标准型自动化系统”
、“容错型自动化系统”和“安全型自动化系统”等章节中，以表格琖提供了系统特定的订货配置。 



西门子变频器BOP操作板厂家报价 空中客车(Airbus)通过在供应链体系中应用传感网络技术，构建了制造
业中规模、效率的供应链体系。生产过程工艺优化物联网技术的应用提高了生产线过程检测、实时参数
采集、生产设备监控、材料消耗监测的能力和水平。生产过程的智能监控、智能控制、智能诊断、智能
决策、智能维护水平不断提高。钢铁企业应用各种传感器和通信网络，在生产过程中实现对加工产品的
宽度、厚度、温度的实时监控，从而提高了产品质量，优化了生产流程。 为便于对 AS
套件进行交互式组态，通过工业商城还提供了两个在线组态程序： 

SIMATIC PCS 7 AS 410 单站组态器 

SIMATIC PCS 7 AS 410 冗余站组态工具 

SIMATIC PCS 7 AS 410 捆绑套件中的 CPU、铝制机架（UR1 除外）、冗余电源模块（4 A 和 10 A
型）、通信模块和同步模块都带有额外保护涂层 

MM430-750/3 6SE6430-2UD2
7-5CA0

7.5 10 16 19 C

MM430-1100/3 6SE6430-2UD3
1-1CA0

11 15 22.5 26 C

MM430-1500/3 6SE6430-2UD3
1-5CA0

15 20 30.5 32 C

MM430-1850/3 6SE6430-2UD3
1-8DB0

18.5 25 37.2 38 D

MM430-2200/3 6SE6430-2UD3
2-2DB0

22 30 43.3 45 D

MM430-3000/3 6SE6430-2UD3
3-0DB0

30 40 59.3 62 D

MM430-3700/3 6SE6430-2UD3
3-7EB0

37 50 71.7 75 E

MM430-4500/3 6SE6430-2UD3
4-5EB0

45 60 86.6 90 E

MM430-5500/3 6SE6430-2UD3
5-5FB0

55 75 103.6 110 F

MM430-7500/3 6SE6430-2UD3
7-5FB0

75 100 138.5 145 F

MM430-9000/3 6SE6430-2UD3
8-8FB0

90 120 168.5 178 F

MM430-110K/3 6SE6430-2UD4
1-1FB0

110 150 204.5 205 FX

MM430-132K/3 6SE6430-2UD4
1-3FB0

132 200 244.5 250 FX

MM430-160K/3 6SE6430-2UD4
1-6GB0

160 250 296.4 302 GX

MM430-200K/3 6SE6430-2UD4
2-0GB0

200 300 354 370 GX

MM430-250K/3 6SE6430-2UD4
2-5GB0

250 350 442 477 GX

6SE6400-0BE00
-0AA0

BOP-2

6SE6400-1PB00 PROFIBUS模板



-0AA0
6SE6400-0PM0
0-0AA0

柜门安装组合
件

6SE6400-1DN0
0-0AA0

DeviceNet模板

6SE6400-1CB00
-0AA0

CANopen模板
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6GK1500-0FC1
0

RS485/RPOFIBUS总线电缆插接器

LED封装经历了各种封装形态的传统正装封装和有引线倒装封装发展历程。随着市场需求变化、LED芯
片制备技术和LED封装技术的发展，LED封装将主要朝着高功率、多芯片集成化、高光效及高可靠性、
小型化的方向发展。LED封装产业发展历程及未来趋势从LED封装发展历程上看，有传统正装封装用LED
芯片、有引线覆晶(Flip-Chip)封装用LED芯片和无引线覆晶封装用LED芯片等几种结构，无引线覆晶LED
封装技术是未来LED封装的主流技术。
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